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本集團於2018年第二季度

的未經審核營運概要

本公佈載列科通芯城集團（「科通芯城」或「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至 2018年 6
月 30日止三個月的未經審核營運概要，乃基於未經我們的外部核數師審核或審閱的本集團

內部數字及本公司管理賬目而作出。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審

慎行事。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 (2) (a)條及證券及期貨條例（香

港法例第571章）第XIVA部的規定而作出。

科通芯城集團欣然宣佈，本公司戰略調整完畢。本公司 IC元器件直接銷售業務於第二季度

持續恢復成長，加之硬蛋平台（「硬蛋」）升級人工智能（「 AI」）物聯網（「物聯網」，統稱

「AIoT」）企業服務平台帶來額外服務收益，本集團於 2018年第二季度錄得收入達人民幣

1,544.2百萬元，按非公認會計原則計量權益股東應佔溢利 1約為人民幣117.5百萬元。

本公司在去年第四季正式確立「硬蛋AIoT企業服務平台+ IC元器件交易平台雙引擎」發展模

式，以 IC和AIoT為主營方向，捕捉新興電子製造的機遇。硬蛋AIoT企業服務平台主要有三

大盈利策略， (i)為芯片銷售導流； (ii)開發及銷售本集團之專利AI硬件模塊；及 (iii)獲取

AIoT科技成果產業化收益。於本公告日期，硬蛋AIoT生態系統的企業數目已突破3.8萬家，
包括AI算法公司、底層芯片公司、模塊公司、技術方案提供商及具備龐大採購需求的物聯

網項目，覆蓋智能汽車、智能家居、機器人、AIoT定制芯片等領域。

1 權益股東應佔純利加以股份為基礎的補償成本、無形資產攤銷及其相關遞延稅項影響。
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業務摘要

. 今年 4月，硬蛋實驗室旗下的K系統成功在全志科技R16芯片技術上，開發具備自身專

利技術的SLAM掃地機器人AI模塊，並正式進入量產化階段；本集團持續與全志合作優

化SLAM演算法技術，以擴大技術優勢。另一邊廂，硬蛋平台上的戰略合作夥伴—雲知

聲成功通過硬蛋平台把AI芯片做成模組，發佈全球首款面向物聯網技術的人工智能芯

片，足證科通芯城在助力推廣中國芯的實力。

. 有見中美貿易戰愈演愈烈，本集團積極與美國以外的領先芯片製造商建立合作關係。

今年 5月，本集團與歐洲最大的微電子研究中心簽訂協議，在深圳共同打造硬蛋微電子

創新中心，銳意打造世界超一流從芯片設計、製造到應用的全產業平台。該中心目前

在傳感技術、傳感器網絡、通信、超低功耗技術、超低頻無線電等方向，積累了大量

向AIoT企業提供定制芯片的成功案例。

. 2018年 6月，本集團訂立協議收購株式會社GIPP之40%股權—一家承辦十餘家包括索尼

及豐田等日本一線科技企業約 10萬項專利的海外管理與營運的日本企業，並會利用硬

蛋平台資源提供事業開發諮詢，為硬蛋平台的產業鏈引進很多國際化的產業資源，把

眾多日本企業的核心技術引入中國。

. 2018年上半年，本集團從減持EZ Robot, Inc.獲取人民幣181.8百萬元的收益，這個硬蛋

平台所孵化的易造機器人項目（「易造項目」）成為硬蛋產業業化的首個成功案例。
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前景

本集團通過硬蛋平台對物聯網、人工智能及芯片企業的支持，逐步從硬件營銷及銷售平

台，升級轉型至企業服務平台，未來我們將致力為更多AIoT企業提供多維度服務，其中包

括AI解決方案、供應鏈管理和芯片 IP核設計等。隨著物聯網、大數據和雲計算等技術落地

方興未艾，信息技術與工業製造的深度融合，市場對芯片、AI模塊的需求將迎來歷史峰

值，科通芯城作為領先的 IC元器件的分銷商及定制芯片的供應商，將扮演愈來愈重要的角

色。我們尤其著重於新興領域芯片企業合作關係，加強 IC元器件銷售務和硬蛋服務的協同

效應。同時，芯片行業將會形成眾多零散需求，芯片應用場景的多元化促使眾多『 小市

場 』應運而生，企業服務平台的核心競爭優勢將愈發明顯。

根據中國半導體行業協會發布數據顯示， 2017年中國半導體的進口額為 2,601億美元。目前

全球百大芯片製造商當中，超過一半是本公司的合作供應商。本集團相信，隨著芯片國產

替代的推進，大量中國芯片製造商有望通過規模效應擴大市場佔有率，而本公司已經與國

內 36家領先芯片製造商建立長期合作關係，涵蓋了國內絕大部分大型芯片製造商。憑著精

準的產業鏈資源，有望助力『 中國芯 』產業鏈實現跨越式的發展，即使在中美貿易戰的背

景下，本集團的芯片業務會繼續保持成長。

本公司相信，新發展策略將降低集團對外部資金的依賴，有效避免銀行信貸恢復速度較慢

對集團帶來的潛在經營風險。展望下半年，本公司會繼續依賴自有資金，推動硬蛋平台產

業化，並致力以質取勝，為未來利潤的可持續增長打下穩固基礎。在區塊鏈硬件以及5G需

求的帶動下，預期下半年的本集團的 IC芯片銷售將較上半年進一步增長。而硬蛋方面，易

造項目以外，硬蛋的新項目，如定制芯片、區塊鏈硬件，智能汽車等，預期會在 2019年逐

步落地，為本集團提供持續動力。
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前瞻性聲明

除了與本公司相關的事實聲明外，本公佈載列的若干信息構成前瞻性聲明。前瞻性聲明經

常使用「計劃」、「預期」、「推算」、「有意」、「相信」、「預計」等詞彙及其它類似用詞或聲

明，來表達若干事件或情況「可能會」或「將會」發生。前瞻性聲明乃根據管理層於作出有關

聲明當日的意見及估計作出，涉及多種風險及受多種不確定因素及其它因素所規限，或會

導致實際事件或結果與前瞻性聲明所預測者出現重大差異。此等因素包括本公司取自行內

的歷史參考資料、往績記錄、於 2018年第二季度的收益、預期充足的流動資金及資本資源

以履行持續責任及未來合約承擔；能否推行企業發展策略；及並無過往實例的其他聲明。

除法律規定者外，本公司並無責任按情況或管理層估計或意見的變動而對前瞻性聲明進行

更新。因此，謹請讀者切勿過度依賴前瞻性聲明。

承董事會命

科通芯城集團

主席兼執行董事

康敬偉

香港，2018年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為康敬偉先生、胡麟祥先生及倪虹女士；及本公司獨立非執行董事為葉忻先

生、馬啟元博士及郝純一先生。
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